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มจพ. การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยเซมิ
คอนดักเตอร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน

การวิจัยแห่งชาติและ 19 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

   นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงฯ เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ พร้อมทั้งให้เกียรติ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ.
ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย   
 ในโอกาสเดียวกัน ยังได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยเซมิ
คอนดักเตอร์ (Thai Semiconductor Industry Trade Association: THSIA) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 19 มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย
ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว.
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ  อธิการบดี มจพ.
คุณวิรัตน์   ศรีอมรกิจกุล นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 




